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摘要(译)

半导体器件的安装结构包括设置在基板上的导电膜。在导电膜上形成绝
缘膜，并设置开口部分以暴露导电膜的一部分，并且将其内应力设定为
用作压缩应力。各向异性导电粘合材料设置在由开口部分和绝缘膜暴露
的导电膜的部分上。半导体器件具有多个电极，并设置在各向异性导电
粘合材料上。电极通过各向异性导电粘合材料与导电膜电连接。
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